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네패스는 백엔드 파운드리(Advanced Back-end Foundry) 전문 기업으로서 시스템 반도체 산업의 미래를 앞
당깁니다.

Predictive Maintenance

Chip



Semiconductor Supply Chain

IC Design Silicon Fabrication Package(WLP1 / PLP2) Final Test

Fabless

IC Players
Wafer Foundry

IDM

OSATS

Bumping, RDL3 Processing

Back-end Foundry

※ 2020년국가핵심기술지정

1  Wafer Level Package
2 Panel Level Package
3  Re-Distribution Layer

네패스는 FOPLP, nSiP 등의 첨단 반도체 기술로 글로벌 SCM의 지형을 바꾸고 있습니다.



네패스의 End-fab 기술은 고성능 반도체를 경박단소화 하는 핵심 기술입니다.

Fan in WLP nSiPFan out WLP/PLP
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Fan in WLP nSiPFan out WLP/PLP

네패스의 End-fab 기술은 고성능 반도체를 경박단소화 하는 핵심 기술입니다.
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▶ FIWLP(Fan in Wafer Level PKG) Process



네패스의 End-fab 기술은 고성능 반도체를 경박단소화 하는 핵심 기술입니다.

Fan in WLP nSiPFan out WLP/PLP

200mm / 300mm 300mm rd. / 600mm sq. Small & Thin SiP(End fab+PLP)

▶ FOPLP(Fan out Panel Level PKG) Process
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네패스의 End-fab 기술은 고성능 반도체를 경박단소화 하는 핵심 기술입니다.

Fan in WLP nSiPFan out WLP/PLP

200mm / 300mm 300mm rd. / 600mm sq. Small & Thin SiP(End fab+PLP)

▶ What is nSiP(System in PKG)?
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• A.I Solution for A.I chip







• PDLC (Polymer Dispersed Liquid Crystal)
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• PNLC (Polymer Network Liquid Crystal)
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RECOGNITIONS 1 White House report quotation

[Source: The White House, ‘Building Resilient Supply Chains, Revitalizing American Manufacturing, and Fostering Broad-based Growth’, Jun ’21]

[43p.]

바이든 대통령의 행정명령으로 백악관이 21년 6월 반도체 공급망 조사 검토 보고서 발표

• 보고서에는 국가 안보에 중요한 첨단 패키징의 필요성을 강조하여 국내 반도체 제조 생태계 강화하자는 제안과 함께

글로벌 Top10 첨단 패키징 기업 중 하나로 네패스를 조명함



RECOGNITIONS 2 Joining ASIC membership

IBM의 초청으로 22년 5월 American Semiconductor Innovation Coalition (ASIC)에 가입

• IBM 및 회원들은 네패스의 WLP 및 FOPLP와 같은 첨단 패키징에 대한 전문지식이 연합에 큰 가치를 제공할 것으로 기대



RECOGNITIONS 3 International case study presentation



APPENDIX 1



Package & Test

Bumping, WLP

FOWLP / PLP

nSiP

Front-Fab

Redistribution Layer

Passivation 2

Ball attach

Passivation 1 
(Re-configuration)

Under Bump Metallurgy

Solder ball

UBM

PSV

RDL

PSV

End-Fab

Front-Fab 공정 이후 Passivation, RDL 공정 및 Bump 공정을 지칭합니다.

산화공정 (Oxidation)

포토공정
PR -Exposure-Development

식각공정 (Etching)

박막공정
Ion Implantation-CVD

금속배선공정 (Metallization)



• 네패스의 FOPLP는 업계 최대의 Panel 크기로 새로운 패널 표준입니다.

• FOWLP 경험과 재료 내재화, End-Fab 기술을 바탕으로 독자 FOPLP 기술을 확보하였습니다.
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